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Die folgendeh Angaben^sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(g) Opto-elektronischer Sensor ■ ' * • . 

(§) Die Erfindung betrifft eine opto-elektronische Sensor- • _ . ' 

ahordhung rhit einem Lichtsender und ernem' Lichtemp- 
- fanger, bei dem der Sender gemeinsam mit einer ihm zu- 
geordheten Sendeoptik und der Empfanger gemeinsarri 
nnil einer ihrn zugeordneten Empfangsoptik auf einander 
gegenuberliegenden Seiten eines optisch undurchlassi- . 
gen Sender und Empfanger und/oder Sende- und Emp- 
, fangsoptik optisch vonelnander trennenden Flachenele- 
ments; insbesondere einer Platine angeordnet sind, wo- 
bei Sende- und Empfangsoptik jeweils einen mit dem Fla- 
chehelement verbundene'n, auf seiner Au(ienseite zumin- 
dest bereichsweise verspiegelten optischen Formkorper 

umfassen.Weiterhin betrifft die Erfindung eine opto-eiek- . , , . 

tronische Sensoranbrdnung mit einem Lichtsender und 
einem Lichtempf anger, bei dem der Sender gemeinsam 
' mit einar ihm zugeordneten Sendeoptik und/oder einem 
' ihm zugeordneten Send'etubus und der Empfanger ge-, 
' mei,nsam rhit einer ihm zugeordneten Empfangsoptik 
und/oder einem ihm zugeordneten Empfangstubus von> 
einander be^abstandet auf der gleichen Seite eines Fla- 
chenelements, insbesondere einer Platine angeordnet ' 
sind; wobei Sende- und Erhpfangsoptik bzw. Sendetubus 
und Empfangstubus'durch optische Formkorper gebildet 
sind, die durch optisch dichte Kunslst off masse optisch 
voneinander'getrennt sind. 
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Beschreibung 

Die Erfindimg betiifft eine opio-dektronische Sehsoran- 
ordnuDg mit einem lichtsender und einem Lichtempfanger. 

Derartige Sensoranordnungen sind bekannt und weisen s 
oftmals den Nachteil hoher Herstellungskosteri auf. Weiter- 
hin ist die BaugroBe bekannter Sensoranordnungen oftmals' 
nicht in ausreichendem Mafie miniaturisierbar. 

Eine Aufgabe der Erfindung besteht daiin, eine opto-elek- 
tronische Sensoranordnung der eingangs genannten Art der- 10 
art weiterzuentwickeln, daB sich sowohl die HerstellungskcH 
sten als aucb die Baugrofie reduzieren lassen. 

Gemafi einem ersten erfindungsgemafien Losimgsansatz . 
wild dies dadurch enreicht, daB der Sender gemeinsam mit 
einer ihm zugeordneten Sendeoptik und der Empfanger ge- 15 
meinsam mit einer .ihm zugeordneten Empfangsbptik auf 
einander gegeniiberliegenden Seiten eines optisch undurch- 
lassigen. Sender und Emp^ger und/oder Sende- \ind Emp- 
fangsoptik optisch voneinander trennenden. Hachenele- 
ments, insbesondere einer Platine angeordnet sind, wobei 20 
Sende- und Empfangsbptik jeweils einen mit dem Flachen- 
element verbiandenen, auf seiner AuBenseite zunaindest be- 
reichsweise verspiegelten optischen Formkbrper umfassen. 

ErfindungsgemaB kanrt also beispielsweise eine Platine, 
welcKe in ublicher Weise Leiterbahnen und elektronische 25 
Bauteile aufweist, zusatzLich als Tragerelement fur Sender 
und Empfanger dienen, wobei die Platine: gleichzeitig auf- 
grund ihrer optisch imdurchlassigen Ausbildung dafiir sorgt, , 
dafi Sender und Empfange^ optisch voneinander getrennt . 
werden, wenn sie auf unterschiedlichen Seiten der Platine. 30 
befestigt sind. ' , 

Weiteriiin kann die Platine .als Tragerelement fiir Sende-. 
und Empfangsoptik dienen, wobei die Platine auch hier fiir 
eine optische Entkopplung von Sende- und Empfangsoptik 
sorgt, wenn die jeweiligen Optiken - ebenso wie S ender und 35 
Empfanger - auf einander gegeniibeirliegenden Seiten der 
' Platine befestigt sind. 

Sende- und Empfangsoptik umfassen erfindungsgemaB 
jeweils einen auf seiner AuBenseite zurnindest bereichs- ^ 
weise verspiegelten optischen Formkbrper, der als einheitli- 40 
ches und kompaktes Bauteil auf der Platine benachbart zum 
Sender bzw. zum Empfanger befestigt werden kann. Die be- 
reichs weise Verspiegelung des Fbrmkbrpers kann wahl- 
weise fur eine Strahlformung und/oder Umlenkung von 
Sende- hzv/. Empfangsstrahl sorgen. ' 45 

Die erfindungsgemaBe Sensoranordnung kann somit auf 
einfachste Weise montiert werden, indem auf. einer PJatine 
Sender, Sendeoptik, Empfanger und Empfangsoptik befe- 
stigt werden. Die nach der genannten Montage zumindest 
•im wesentlichen bereits funktionsfahige Sensoranordnung 50 
kann dann noch einem gehausebildendem ProzeB unterwor- 
fen Oder in ein vorgefertigtes Gehause eingebaut werden. 

Dadurch, daB Sender, Empfanger, Sendeoptik und Emp- 
fangsoptik direkt auf einer Platine befestigt werden, laBf 
sich eine minimale BaugrbBe der Gesaint-Sensoranordnung 55 
erreichen. 

Bevorzugt ist es, wenn die verspiegelte Hache der Seride- 
und/oder Empfangsoptik zur Umlenkung eines Lichtstrahl- 
bundels u'm ungefahr 90® ausgebildet ist, so daS letztlich 
-Sende- und Empfangsstrahl parallel zum insbesondere als 60 
Platine ausgebildeten Rachenelement gerichtet sind. 

Die verspiegelte Flache der Sende- und/oder Empfangs- 
optik kann einen Hohlspiegel bilden, welcher insbesondere 
als Off- Axis-Paraboloid ausgefuhrt ist. Mit einem solchen 
Hohlspiegel' kann eine Doppelfunktion des die Sende- und/ 65 
Oder Empfangsoptik bildenden Formkbrpers erreicht wer-* 
' den, da sowohl eine Umlenkung eines Lichtstrahls als auch 
eine Strahlformung mittels eines Hohlspiegels realisierbar 



ist. 

Altemativ ist es mbglich, die verspiegelte Flache der 
Sende- und/oder Empfangsoptik als Planspiegel auszubil- 
den, wobei die verspiegelte Rache in diesem Fall lediglich 
eine Umlenkfunktion eifUUt 

Die verspiegelte Rache der Sende- und/oder Empfangs- 
optik kann - unabhangig davon, ob sie einen Hohlspiegel 
Oder einen Planspiegel bildet - durch eine auf den jeweiH- 
gen optischen Formkbrper aufgebrachte metallische Schicht 
realisiert sein. Swide- und/oder Empfangsoptik sind so be- 
sonders einfach herstellbar imd als einheitliches, optisch be- 
reits voll funktionsfahiges Modul am Rachenelement befe- 
stigbar. 

Die Befestigung der optischen Formkbrper am Rachen- 
element ist besonders einfach dann zu realisieren, wenn der 
optische Formkorper eine mit dem Rachenelement verbind- 
bare Planflache aufweist, iiber die der optische Formkbrper 
und das Rachenelement miteinander verklebbar sind. Eine 
derartige Klebeverbindung kann sowohl mittels eines Kleb- 
stoff als auch mittels ^ner diinnen Klebefolie hergestellt 
'werden. 

Der optische Formkbrper weist bevorzugt auf seiner dem 
Rachenelement zugewandten Seite eine Ausnehmung zur 
Aufnahme des Senders bzw. Empfangers auf, so daB Sender 
bzw.- Empfanger durch den jeweiligen optischen Formkbr- 
per und das mit ihm verbundene Rachenelement zumindest 
weitgehend, insbesondere voUstandig umschlossen sind. • 

Zwischen dem optischen Formkbrper und dem Sender' 
bzw. Empfanger kann ein Luftspalt ausgebildet sein. Alter- 
nativ ist es mbglich, den optischen Formkbrper mit dera 
Sender bzw. Empfanger optisch zu yerkitten, 

Eine besonders einfache Montage der Formkbrper auf 
dem Rachenelement ist dadurch erreichbar, daB der opti- 
sche Formkbrper mit Positionierungsfortsatzen versehen 
wird, die mit in das Rachenelement eingebrachten Positio- 
nierbohrungen in Eingriff bringbar sind. Die genannten Po- 
sitionierungsfortsatze kbnnen an den optischen Formkbrper 
beispiels weise im Rahnien eines die optischen Formkbrper 
schafFenden Spritzvorgangs angebracht werden, so dafi sich 
hierdurch keinerlei Verteuerung des Herstellungsprozesses 
ergibt. Ebenso kbrmen die Posifionierbohrungen des Ra- 
chenelements im Rahmen der Fertig\mg des beispielsweise 
als Platine ausgebildeten Rachenelements eingebracht wer- 
den, ohne die Herstellungskosten zu erhbhen, da eiiie Pla- 
tine ohnehin mit einer Vielzahl von Bohrungen zu versehen 
ist ■ • . 

Von Vorteil ist es, wenn die Positionierungsfortsatze mit 
Klemmsitz in den Positibnierbohrungen fiixierbar sind und 
auf diese Weise die erforderliche Verbindung zwischen opti- 
schem Formkbrper und Rachenelement bewirken. Eine Ver-. 
klebung zwischen optischem Formkbrper und Rachenele-' 
ment'ist in diesem Fall nicht mehr iibtig und kann demzu- 
folge auf wirtschaftlich vorteilhafte Weise eingespart wer- 
den. Allerdings ist es in letztgenanntem Fall sinnvoU, zwi- 
schen optischem Formkbrper imd Rachenelement ein Dich- 
tungsmaterial vorzusehen, welches beispielsweise wahrend 
des gehausebildenden Prozesses verhindert, daB Gebause- 
material in den Bereich von lichtsender bzw. Lichtempfan- 
ger gelangt. iEine besonders gute Abdichtung wird dann er- 
reicht, wenn das Dichtungsmaterial zwischen optischem 
Formkbrper und Rachenelement zusanmiengedruckt wird, 
wobei die hierfiir erforderlichen Krafte durch den Klemm- 
sitz zwischen Positionierbohrungen und Positionierungs- 
fortsatzen erzeugbar sind. 

Der die Sende- und Empfangsoptik bildende optische 
Formkbrper kann eine Linse umfassen, deren optische 
Achsc zumindest im wesentlichen senkrecht zum Rachen- 
element verlauft. Altemativ oder zusatzlich kann eine solche 
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Linse vorgesehen werden, deren opdsche Achse zumindest 
im wesendichen parallel zuin Rachenelement vedauft 

Jeder optische Formkoiper kann somit mit einer oder mit 
zwei Linseo ausgestattetwerden, wobei bei Ausstattung mit 
nur einer linse deren optische 'Achse entweder senkrecbt 
Oder parallel zum Flachenelemenl verlauft Bei Ausstattung 
deS optischen Fonnkorpers mit zwej Linsen verlaufen deren 
optische Achsen im wesentlichen senkrecht zueinander, wo- 
bei eine optische Achse im wesentlichen senkrecht und die 
andere optische Achse im wesentlichen parallel zum Ha- 
chenelement voriauft 

Durch die Vorsehung der genannten Linsen kann eine je- 
weils gewiinschte Strahlformung von Sende- und/oder Emp- 
fangsstrahl erreicht werden, wobei von Vorteil ist, dafi die 
jeweilige Linse bzw. die jeweiligen Linsen fest in den opti- 
schen Formkorper eingebracht sind und mit ihm gemeinsam 
somit eine kompakt handhabbare Einheil bilden. 

Die genannten Linsen konnen mit den bereits erwahnten 
verspiegelten Bereichen der optischen Formkoiper derart 
zusammeiiwirken, daS sowohl eine Strahlformung als auch 
eine Strahlumlenkung realisierbar wird. 
. Besonders bevorzugt ist .es, wenn das Rachenelement so- 
wie die Sende- und Empfangsoptik einer erfindimgsgema- 
Ben Sensoranordnung mit einer gehausebildenden Masse 
umhiillt sind. Die Umhiillung kann beispielsweise durch ei- . 
nen Spritz-, GieB- oder PreBvorgarig, oder aber auch durch 
beUebige andere gehausebildende Verfahren erzeugt wer- 
den. Bei einer derartigen bevorzugten Ausfiihrungsform der 
Erfindung laBt sich der HerstellungsprozeB auf einfachste 
Weise beispielsweise durch einen 6inzigen Spritzvoigang 
komplettieren. Neben dem einfachen und kostengiinstigen 
Herstellungsverfahren ist in diesem Fall von Vorteil, daB 
auch eine besonders kleine Bauform der fertigen Sensoran- 
ordnung erzielbar ist, da das UmhiiUen bzw. das Uinspritzen 
. beispielsweise in der Weise stattfinden kann, daB der^auBere 
Umfang der Gesanitanordnung lediglich so groB ist wie der 
auiBere Umfang der beiden auf eine Platine aufgesetzten op- 
tischen Formkorper. 

Bei der Vorstehend genannten bevorzugten Ausfiihrungs- 
form der Erfindung ist es weiterhin vorteilhaft, wenn der op- 
tische Formkorper bzw, die optischen Formkorper aus ei- 
. nem hochtemperaturbestandigen Werkstoff bestehen. Bei 
Verwendung temperaturbestandiger Materialien ist sicher- 
gestellt,. daB die optischen Formkorper durch den gehause- 
bildenden UmhuUungsvorgang in keiner Weise beeinfluBt 
bzw. verandert werdeui da der SchmeLzpunkt des fiir die op- 
tischen Formk6rper verwendeten Werkstoffs obeilialb der 
Verarbeitungstemperatur liegt." 

In bestimmten Anwendungsfallen, beispielsweise bei der 
HersteUung von RundHchtschranken kann der gehausebil- 
dende UmhiiUungsvorgang so ausgeflihrt werden, daB die 
gehausebUdende Masse letztlich eine zumindest im wesent- 
lichen zylindrische Form aufweist, 

Dabei ist es von Vorteil, wenn die optischen Formkorper 
jeweils eine im wesentlichen halbkreisformige, sich senk- 
recht zum Flachenelement erstreckende AbschluBflache 
aufweisen, die gemeinsam eine im wesentlichen kreisrunde 
Stimseite der Sensoranordnung bilden-. Durch diese Stim- 
seite der zumindest im wesentlichen zylindfischen Sensor- 
anordnung Uitt dann jeweils iiber die optischen Formkorper 
Lichl in die Sensoranordnung ein und aus. Der Umfang der 
kreisrunden Stimseite, welche durch die beiden Formkoiper 
gebildet ist, entspricht dabei dem Umfang der zylindrischen 
Gesamt-Sensoranordnung. 

GemaB einem zweiten erfindungsgemaBen Losuhgsan- 
satz wird eine opto-elektronische Sensoranordnung der ein-. 
gangs genannten Art derart weitergebildet, daB der Sender 
gemeinsam mit einer ihm zugeordneten Sendeoptik und/ 



oder einem ihm zugeordnetem Sendetubus und der Empfan- 
ger gemeinsam mit einer ihm zugeordneten Empfangsoptik 
und/oder einem ihm zugeordneten Empfangstubus vonein- 
ander beabslandet auf der gleichen Seite eines Rachenele- 
5 ments, insbesohdere einer Platine angeordnet sind, wobei 
Sende^ und Empfangsoptik bzw. Sendetubus und Emp- 
fangstubus durch optische Formkorper gebildet sind, die 
durch optisch dichte KunststofiEmasse oplisch voneinander 
getrennt sind.. 

10 . Auch bei dieser Ausfuhrungsform der Erfinduiig laBt sich 
eine besonders kompakte Bau weise der Sensoranordnung 
bei niedrigen HersteUungskosten erreichen. 

Im Unterschied zum ersten erfindungsgemaBen Losungs- 
ansatz werden Sender und Empfanger auf der gleichen Seite 

15 eines Rachenelements angeordnet, wobei eine optische 
Trennung der Sende- \md Empfangsbereiche durch eine op- 

' tisch dichte Kunststof&nasse erreicht wird, die insbesondere- 
gleichzeitig sicherstellt, daB Sende- und Empfangstubus 
bzw. Sende- und Empfangsoptik unverriickbar zueinander 

20 positioniert sind. Das ELnbringen der Kunststof&nasse kann 
beispielsweise durch einen Spiitz-, GieB- oder fteBvoigang, 
oder aber auch dtirch beliebige andere gehausebildende Ver- 
fahren bewerkstelligt \yerden. 

Bei der Ausfuhrungsform gem^B des zweiten Losungsan- 

25 satzes ist Von Vorteil, daB keine Strahlumlenkung erfolgen 
muB, so daB die Vorsehung von verspiegeMn Bereichen ein- 
gespart wird. Sende- und Empfangslichtstrahl verlaufen ge- 
• maB des zweiten Losungsansatzes zumindest im wesentli- 
chen senkrecht zum Flachenelement, welches Sender und • 

30 Empfanger tragt. 

Bevorzugt konnen Sende- und Empfangstubus und/bder 
Sende- und Empfangsoptik als optische Formkorper ausge- 
bildet werden, die aus hochtemperaturbestandigem Werk- 
stoff bestehen, wobei der Schmelzpunkt des Werkstoffs ins- 

35 besondere oberhalb 200°G liegt. Als Werkstoff bietet sich 

■ auch hier die Verwendung von Apec an. 

Weiterhin ist es von Vorteil, wenn die Kunststoffmasse,- 
die den Sendebereich optisch vom Empfangsbereich trennt, 
aus duroplastischem Werkstoff besteht, der insbesondere bei- 

40 einer vergleichs weise niedrigen Temperatur verarbeitbar ist 
Hierdurch werden die in-Verbindung mit dem ersten Lo- 
sungsansatz bereits erlauterten Vorteile erreicht. . 

Das Rachenelement, der Sender, der Empfanger, der Sen- 
detubus und der Empfangstubus konnen insgesamt mit der 

45 genannten, optisch dichten Kunststoffmasse umhiillt wer- 
den, so daB die Kunststoffmasse letztlich das Gehause def 
Gesanit-Sensoranordnung bildet Neben der Bildung eines 
Gehauses wird so auf vorteilhafle Weise erreicht, daB alle 
wesentlichen Bestandteile def Sensoranordnung fest und un- 

50 verriickbar zueinander positioniert sind. 

Falls die Sende- bzw. Empfangsoptik riicht in den Sende- 
bzw. Empfangstubus integriert ist, ist es moglich, die Sende- 
bzw. Empfangsoptik auf den Sende- bzw. Empfangstubus 
aufzusetzen Dieser Aufsetzvorgang kann stattfinden, nach- 

55 dem die die optische Treimung von Sende- und Empfangstu- 
bus bewirkende Kunststoffmasse eingebracht wurde. 
Alteraativ zu dem vorstehend beschriebenen nachtragli-. 

■ chen Aufsetzvorgang kann Sendetubus und Sendeoptik zu 
einemi einheitlichen optischen Formkorper zusammengefaBt 

60 werden, so daB das nachtragliche Aufsetzen entfallt. Ent- 
sprechend kann mit Empfangstubus und Empfangsoptik 
vorgegangen werden. 

GemaB einem dritten erfindungsgemaBen Losungsansatz 
wird eine opto-elektronische Sensoranordnung der eingangs 
65 genannten Art. derart weitergebildet, daB der Sender, eine 
. ihm zugeordnete Sendeoptik, der Einpfartger sowie eine ihm 
zugeordnete Empfangsoptik auf einem im wesentlichen op- 
tisch undurchlassigen Flachenelement, insbesondere einer 
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Platine angeordnel sind, wobei Sende- und Empfangsopiik 
jeweils einen mit dem Flachenelement veibundenen, auf" 
sein^ AuSenseite zumindest beredchsweise verspiegelten 
optischen Forinkorper uinfassen, und wobei Sender und 
Sendeoptik auf einander gegenuberliegenden Seiten des 5 
zwischen Sender und Sendeoptik optisch durchlassigen Fla- 
chenelements angeordnet sind, und/oder' wobei Empfanger 
und Empfangsoptik auf einander gegenuberliegenden Seiien 
des zwischen Empfanger und Empfangsoptik optisch durch- 
lassigen Hachenelements angeordnet sind. 10 

Der Unterschied zum ersten Losungsansatz besteht darin, 
dafi Sencjer und Sendeoptik und/oder Empfanger und Emp- 
fangsoptik auf einander gegenuberliegenden Seiten des Fla- 
chenelements angeordnet sein konnen, wobei das Flachen- 
element zwischen Sender und Sendeoptik bzw. zwischen 15 
Empfanger und Empfangsoptik einen optisch .durchlassigen 
Bereich aufweist, welcher beispielsweise als Durchbre- 
chimg einer Platine ausgebildet sein kann. Dieser optisch 
durchlassige Bereich gewahrleistet, daB Licht vom Sender 
zuf Sendeoptik bzw. von der Empfangsoptik zum Empfan- 20 
ger gelahgen kann. 

Sende- und Empfangsoptik sind weiterhin auf einander 
gegenuberliegenden Seiten des Hachenelements vorgese- 
hen..; 

Besonders bevorzugt bei einer Anordnung gerfiaB der 25 
diitten Losungsvariante ist es, wenn Sender und/oder Emp- 
fanger mittels Flip-Chip-Technik mit elektrischen Leiter- 
bahnen des Hachenelements bzw. der Platine verbunden 
sind. Eine derartige Verbindung sowi6 auch die erwahnten 
. optisch durchlassigen Bereiche des Hachenelements sind in 30 
der deutschen Patentanmeldung 196 43 911.6 der Aninelde- 
rin beschrieben: 

GemaB einer weiteren erfinduiigsgemaBen Losungsva- 
riante werden Sender und Empfanger aiif der gleichen oder 
auf gegenuberliegenden Seiten eines Hachenelements, ins- 35 
besondere einer Platine angeordnet und jeweils mit'einem 
FaseroptikanschluB'ausgestattet. Dieser FaseroptikahschluB • 
ist entweder aus Metall oder einem temperaturbestandigen 
Kunststoff gefertigt. Die Gesamtanordn'ung aus Hachenele- 
ment, Sender, Empfanger ^owie Faseroptikanschliissen 40 
kanh danh mit einer gehausebildenden Masse umhtillt wer- 
den. ... 

Weitere bevorzugte Ausfiihrungsformen sind in den Un- 
terahspruchen angegeben. • * ' 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausflih- 45 
rungsbeispielen uriter Bezugnahme auf die Zeichnungen be- - 
schrieben; in diesen zeigt: • 

Fig, la eine schematische, atifgebrOchene Seitenansicht 
des vorderen B^ichs einer erfindungsgemaBen Sensoran- 
ordnung gemaB der ersten Losungsvariante, 50 

Fig. lb eine Ansicht der Stimseite einer Sensoranordnung 
gemaB Fig. la. 

Fig. 2 eine teilweise geschnittene Seitenansicht einer 
Sensor-Gesamtanordnung gemaB der ersten Losungsva-. 
riante, 55 

Fig. 3 a eine Ansicht der Unterseite eines im Rahmen der 
ersten Losungsvariante einsetzbaren optischen Formkor- . 
pers, 

Fig. 3b eine Seitenansicht eines Formkorpers gemafi Fig. 
3a, ' . 60 

Fig. 3c eine perspektivische Ansicht eines optischen 
Formkorpers gemaB den Fig. 3a und 3b, 

Fig. 4 den schematischen Aufbau einer erfindungsgema- 
Ben Sensoranordnung gemaB der zweiten Losungsvariante, 
lind 65 

Fig. 5 eine schematische, aufgebrochene Seitenansicht 
des vorderen Bereichs einer erfindungsgemaBen Sensoran- 
ordnung gemaB der dritten Losungsvafianle. 



Die schematische Darstellung einer Sensoranordnung 
entsprechend der ersten Losungsvariante gemaB Fig. la. 
zeigt eine Platine 1, auf deren Oberseite ein Sender 2 und 
auf deren Unterseite dn Empfanger 3' angeordnet sind. Sen- 
der 2 und Empfanger 3 sind dabei auf der Ober- und Unter- 
seite der Platine ! auf einander entsprechenden Bereichen 
angeordnet, so daB sie sich direkl gegehuberliegen. 

Oberhalb des Senders 2 ist eine mil der Platine 1 fest ver- 
bundene Hohlspiegelanordnung 4 vorgesehen, wdche die 
Sendeoptik bildet 

In ^tsprechender Weise ist unterhalb des Empfangers 3 
eine Hohlspiegelanordnung 5 vorgesehen, die die Emp- 
fangsoptik bildet. 

Die beiden Hohlspiegel 4, 5 sind dabei in der dargestell- 
len Ausfuhrungsform als Off-Axis-Parabolide ausgebildet, 
so daB sie sdwohl eine Strahlformuhg als auch eine Umlen- 
kung der jeweiligen Strahlen bewirken. Der Strahlverlauf ist 
aus den in Fig. la eingezeichneten Pfeilen ersichtlich. 

Der Hohlspiegel 4 lenkt das vom Sender 2 ausgestrahlte 
Lichtb.iindel derart um, dafi es die Sensoranordnung im we- 
sentlichen parallel zur OberflSch'e der Platine 1 in Pfeilrich-. 
tung durch die lichtaustriftsflache 6 verlaBt. 

Der Hohlspiegel 5 ist derart ausgebildet, daB er parallel 
zur Oberflache^er Platine 1 einfallendes Licht auf die licht- 
empfindliche Rache des Empifangers 3 lenkt, wobei sich die 
lichtempfindiiche Hache des Empfangers 3 zumindest im 
wesentlichen parallel zur Unterseite der Platine 1 erstreckt, 
auf der der Empfanger 3 befestigt ist. Das vom Hohlspiegel 
5 ziun Empfanger 3 geleitete Licht tritt diirch die Lichtein- 
trittsflache 7 in die Sensoranordnung ein. , 

Die Hohlspiegel 4, 5 sowie die Platine 1 sind in eine ge- 
hausebildende Masse 8 eihgebettet, mit der die genannten 
Komponenten nach Zusairunenfiigen der Bauteile 1 bis 5 
umhiiUt bzw. umspritzt wurden. 

Durch das genannte gehausebildende Verfahren, welches 
insbesondere als Spritzverfahreh ausgefiihrt wird, kann die 
erfindungsgemaBe Sensoranordnung durch Auswahl geeig- 
neter Spntzformen ohne Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer- 
auBeren Gehauseform an unterschiedliche Anwendungsfalle 
angepaBt werden. 

Die gehausebildende Masse 8 bildet somit - mit Aus- 
riahme der Lichteintrittsflache 7 und der Lichtaustrittsflache 
6*^. die auBere Oberflache der erfindungsgemaBen Sensoran- " 
ordnung und stellt gleichzeitig eine Fixierung der Hohlspie- 
gel 4, 5 an der Platine 1 sicher. Zudem umgibt die gehause- 
bildende Masse 8. auch auf der Platine 1 angeordnete, aus 
Griinden der "ObersichtUchkeit nicht dargestellte elektroni- 
sche Komponenten. 

• Die in Fig. la dargestellte Ausfuhrungsform der erfin- 
dungsgemaBen Sensoranordnung weist ein im wesentlichen 
zyliiidrisches Gehause auf, was insbesondere durch Fig. lb 
verdeutlicht wird, die eine Ansicht deijenigen Stimseite der 
Sensoranordnung gemaB Fig, la zeigt, die Lichtaustrittsfla- 
che 6 und Lichteintrittsflache 7. aufweist. 

Fig. lb zeigt, daB sowohl Lichtaustrittsflache 6 als auch 
Lichteintrittsflache 7 jeweils Halbkreisform aufweisen. 
Zwischen lichtaustrittsflache 6 und Lichteintrittsflache 7 
befindet sich die Platine 1. 

Aus Fig. lb ist weiterhin ersichtlich, daB die auBere Kon- 
tur der beiden Hohlspiegel 4, 5 in Lichteintrittsrichtiing be^ 
trachtet jeweils ein Halbkreiskontur aufweisen, die der 
Lichtausuittsflache 6 bzw. der Lichteintrittsflache 7 ent- 
spricht. 

Bei der dargestellten erfindungsgemaBen Sensoranord- 
nung ist von Vorteil, daB der Aufienumfang des zylindri- 
schen Gehauses genauso klein sein kann, wie der AuBenuin- 
fang der in Fig. lb dargesteilten Komponenten 1, 4 und 5. 

Fig. 2 zeigt* ein Ausfiihrungs'beispiel einer erfindungsge- 
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maBen Sensoranordnung, welche nach dem in Fig. 1 darge-. 
stelltenPrinzip arbeiiei. 

. Entsprechend Fig. la ist auf einer Platine 1 ein Sender 2 
sowie ein Empfanger 3 angeordnet, wobei sich Sender 2 und 
Empfanger 3 auf unterschiedlichen Seiten der Platine 1 ge- 
gentiberliegen. 

Der Sender 2 ist von einem optischen Formkorper 9 um- 
geben, welcher ebenfalls auf der Platine 1 befestigt ist. 

In analoger Weise ist der Empfanger 3 von einem weite- 
ren optischen Formkorper 10 umgeben, welcher mit der 
Oberseite der Platine 1 verbunden ist, auf der auch der Emp- 
f^ger 3 angeordnet isL 

Die beiden Formkorper 9, 10 bestehen jeweils aus optisch 
durchlassigem Material und sind in den Bereichen 11 ver- 
spiegelt, so daB sie letztlich die Umlenkung eines Licht- 
strahlbiindels b'ewirken konnen. Der verspiegelte Bereich 11 
des Fonnkoipers 10 bewirkt eine Umlenkung von empfan- 
genen Licht auf den Empfanger 3. Der verspiegelte Bereich 
11 des Formkorpers 9 bewirkt eine Umlenkung des vom 
Sender 2 ausgesandten Lichts in Pfeilrichtung parallel zuf 
Oberflache der Platine 1. 

Die beiden Formkorper 9, 10 sind jeweils so ausgebildet, 
daB sie geineinsam mit der ihnen jeweils zugewahdteri 
Oberflache der Platine 1 den Sender 2 bzw. den Empfanger 3 
voUstandig umschlieBen. 

An dem der Lichtaustrittsflache 6 und der Lichteintritts- 
flache 7 abgewandten Ende der Platine 1 ist eine Diode 12 • 
.vorgesehen, mittels welcher der Betriebs- oder Schaltzu- 
stand der Sensoranordnung angezeigt werden kann. 

Im Bereich der Diode 12 ist weiterhin ein AnschluBkabel 
13 vorgesehen, iiber welches die Sensoranordnung sowohl 
mif Betriebsspannung. als auch mit Steuersignalen gespeist 
werden kann und iib.er welches, die Sensoranordnung Si- 
gnale zum Zweck der weiteren Auswertung zur Verfiiguiig 
stellenkann. 

Die gesamte Elektronik der dargestellten Sensoranord- 
nung ist auf denjenigen Bereich in der Platine 1 angeordnet, 
die nicht von den Formkorpem 9 und 10 iiberdeckt ist. 

Die Formkorper 9, 10 sdwie die Platine 1 mit den darauf 
befihdlichen elektronischen Bauteilen sind von gehausebil- 
dender Masse 8 umgeben, die ihre dargestellte Form bei- 
spielsweise im Rahmen eines Spritzvorgangs erhalten hat. 

Die Fig. 3a bis 3c zeigen verschiedene Ansichten eines 
optischen Formkorpers, der in Sensoranordnungen gemaB 
den Fig. 1 und 2 Verwendung finden kann. 
. Der in Fig. 3 dargestellte Formkorper setzt sich zusam- 
men aus zwei aneinander angrenzenden, im wesentlicben 
Halbzylinderform aufweisenden Bereichen 14, 15, wobei 
der Bereich 14 einen groBeren Durchmesser aufweist als der 
Bereich 15. 

"An die dem halbzylindrischen Bereich 14. abgewandte 
Seite des halbzylindrischen Bereichs 15 schHeBt* sich ein 
weiterer Bereich 16 an, dessen Oberflache zumTeil von* ei- 
nem gewolbten, verspiegelten Bereich 17 gebildet wird. Die 
Form und Position des verspiegelten Bereichs 17 ist dabei 
derart' gewablt, daB mit dem optischen Formkorper gemaB 
Fig. 3 eine Strahlumlenkung und Strahlformung erreicht 
• werden kann, wie sie in Zusammenbang mit Fig. la unter 
Bezugnahme auf die beiden Hohlspiegel 4, 5 bereits erlau- 
tert wurde. " * • 

Der in Fig. 3 dargestellte Formkorper ist mit seiner Unter- 
seite 18 auf einer Platine insbesondere flachig befestigbar. 

Auf der Unterseite 18 des Bereichs 16. ist eine Ausspa- 
rung 19 vorgesehen, welche zur Aufnahme eines Senders 
bzw. eines Empfangers dient. 

An dem dem verspiegelten Bereich 17 zugewandten Ende 
der Aussparung 19 ist eine Linse 20 vorgesehen, welche zur 
StraWformung eines auf einen Empfanger gelangenden oder 



von einem Sender herriihrenden Strahlbiindels dient 

Weiterhin ist der halbzylindrische Bereich 14 als Linse 
ausgebildet, die ebenfalls zur Strahlformung dient 
Das in Fig. 3 dargestellte Ausfiihrungsbeispiel eines 
5 Formkorpers weist folglich zwei Linsen 14, 20 auf, wobei 
die optische Achse der Linse 14 parallel zur Untersdte 18. 
des pormkorpers bzw. zur Platine yerlauft, wSlhrend die op- 
tischen Achse der Linse 20 senkrecht zur Unterseite 18 des . 
Formkorpers bzw. zur Platine verlaufl. 
1 0 Der verspiegelte Bereich 17 des Bereichs 16 bewirkt eine 
Strahlumlenkung um im wesentlichen 90°C, so daB ein 
Strahlverlauf gemaB den Fig. la und 2 erhalten werden 
kann. 

Da der verspiegelte Bereich 17 gemaB Fig. 3 gewolbt aus- 
15 gefiihrt ist, bewirkt er zudem auch noch eine Strahlformung, 

In einer altemativen Ausfiihrungsform eines optischen 
Formkorpers ware es ebenso moglich, den verspiegelten Be- . 
reich 17 als Planflache auszubilden, so daB er ausschlieBlich 
eine Umlenkung eities Lichtstrahlbundels bewirkt. In die- 
20 .sem iFall kormte die benotigte Strahlformung ausschlieBlich 
durch die linsen 14, 20 vorgenommen werden; 
• SchlieBlich sind auch Ausfiihrungsformen denkbar, bei 
denen lediglich eine der beiden Linsen 14 oder 20 vorgese- 
hen wird, wobei in all diesen Fallen der verspiegelte Bereich 
25 17 sowohl gewolbt als auch plan ausgefuhrt werden kanri. 
Gleiches gilt, werm in einer weiteren Ausfiihrungsform 
keine der beiden Linsen 14 uiid 20 vorgesehen ist 
Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung eines erfin- 
, . dungsgemaBen Sensors gemaB dem zweiten Losimgsansatz. 
30 . Hier sind auf der gleichen Seite einer Platine 21 sowohl 
ein Sender 22 als aiich eiri Empfanger 23 mit Abstand von- 
einander angeordnet . * 

Oberhalb des Senders 22 ist ein Seiidetubus 24 vorgese- 
hen. Analog ist oberhalb des Empfangers 23 ein Empfangs-* 
.35 tubus 25 angeordnet 

Sowohl Sendetubus 24 als- auch Empfangstubus 25 sind 
mit der Platirie 21 verbunden und weisen jeweils eine koni- 
, sche Form auf, wobei sich der Querschnitt von Sendetubus 
24 und Empfarigstubus 25 mit zunehmenden Abstand von 
40 der Platine 21, vergroBert. 

Sendetubus 24. und Empfangstubus 25 bestehen jeweils 
aus einem hitzebestandigem optischen Formkorper. 

Platine 21, Sendetubus 24 und Empfangstubus 25 sind in 
einer optisch dichten, gehausebildenden Kunststoffimasse 26 
45 eingebettet, deren auBere Oberflache 27 die Oberflache der 
Gesamt-Sensoranordnung bzw. die Oberflache des Gehau- 
ses der Sensoranordnung bildet. 

Die geh^usebildende Kunststofi&nasse 26 trennt Sendetu- 
bus 24 und Empfangstubus 25 optisch voneinander und be- 
50 wirkt zudem, daB Platine 21, Sendetubus 24.und Eiripfangs- 
tubus 25 fest und unverriickbar zueinander positioniert sind. 

An die obere Lichtaustrittsflache des Sendetubus 24 
schlieBt sich ein Linsenaufsatz 28 an, welcher die Sendeop- 
tik bildet 

55 In analoger Weise schlieBt sich an die obere Lichteintritts- 
fiache des Empfangstubus 25 ein Liiisenaufsatz 29 an, wel- 
cher als Empfangsoptik wirict 

Die beiden Linsenaufsatze 28, 29 konrien nach. dem Ein- 
bringen der Kunststoffmasse 26 auf den Sendetubus 24 bzw. 

60 den Empfangs tubus 25 aufgesetzt werden. 

In einer altemativen Ausfiihrungsform der Erfiridung ist 
es auch mogUch, Sendetubus 24 und Linsenaufsatz 28 bzw. 
Empfangstubus.25 und Linsenaufsatz 29 jeweils "als einheit- 
Hchen optischen Formkorper auszubilden, wobei es insbe- 

65 sondere auch moglich ist, die linsenbereiche dieser Form- 
korper zumindest bereichsweise mit Kunststoffmasse 26 zu 
umgeben. ' . 

. Die schematische Darstellung einer Sensoranordnung 
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Bezugszeichenliste 



1 Platine 

2 Sender 

3 Empfanger 
4Hohlspiegel 

5 Hohispiegel 

6 Lichtaustrittsflache 

7 Lichteinlrittsflache 

8 gehausebildende Masse 

9 Formkorper 

10 Fonnkdiper 

U Fomikorperbereich 
12 Diode 



10 



15 



20 



25 



entsprecbend der dritten Ldsungsvariante gemafi Fig. 5 
zeigt eine Platine 30, auf deren Oberseite ein Sender 31 an- 
geordnet ist, oberhalb dessen eine mit der Platine 30 fest 
verbundene Hohlspiegelanordnung 33 vorgesehen ist wel- 
che die Sendeoptik bildeL 

Auf der gleichen Seite, auf der der Sender 31 mit der Pla- 
tine 30 verbunden ist, ist auch ein Empfanger 32 ah einer 
vom Sender 31 beabstandeten Position mit der Platine 30 
verbunden. 

• Im Bereich der lichtempfindlichen Flache des Empfan- 
gers 32 ist die Platine 30 mil einer Durchbrechung 38 verse- 
hen, so dafi das licht von der dem Empfanger .32 gtigeniiber- 
liegenden Seite der Platine i30 2Xir lichtempfindlichen Raphe 

; des Empfangers 32 gelangen kdnn. 

Unterfialb der Durchbrechung 38 ist eine Hohlspiegelan- 
ordnung 34 vorgesehen, die die Empfangsoptik bildet. 
^ Die beiden Hohispiegel 33, 34 sind dabei so ausgebildet, 
daB sie sowohl eine Strahlforinung als auch eine Umlen- 
kung der jeweiligen Strahlen bewiiken. Der Strahlverlauf ist 
aus den in Fig, S eingezeicbneten Pfeileri ersichtlich. 
■ Deir Hohispiegel 33 lenkt das vom Sender 31.ausge- 
strahlte Lichtbiindel derart um, daB es die Sensoranordnung 
im wesentlichen parallel zur Oberflache der Platine 30 in 
Pfeikichtung durch die Lichtaustrittsflache 35 verlaBt. 

Der Hohispiegel 34 ist derart ausgebildet, daB er parallel 
zur Oberflache der Platine 30 einfaUendes Licht auf die 
.lichtempfiridliche Flache des Empfangers 32 lenkt, wobei 
das Licht hierbei durch die Durchbrechung 38 tritt..Die 
lichtempfihdliche Rache des Empfangers 32 erstreckt sich 
•zuihindest im wesentlichen parallel zur Oberseite der .Pla- 30 
tine 30 und ist dieser zugewandt Das vom Hohispiegel 34 
zum Empfanger 32 geleitete Licht tritt durch die Liphtein- 
trittsflache 36 in die Sensoranordnung ein. 

Die Hohispiegel 33, 34 sowie die Platine 30 sind in eine 
gehausebildende Masse 37 eingebettet, mit der die genann- 
ten Komppnenten.nach Zusarmnenfugen der Bauteile 30-34- 
umliiillt wurden. Die Umhiillung dieser Bauteile findet im 
Rahmen eines gehausebildenden Verfahfens statt. Zur An- 
. wendung konnen hier beispiels^eise Spritz-, GieB- oder 
PreBverfahren kdmmen. • 

. Durch das genanhte gehausebildende Verfahren kann die 
erfindungsgemafie Sensoranordnung beispielsweise durch 
Auswahl geeigrieter Spritz- oder GieBformen ohne Schwie- 
rigkeiten hinsichtlich ihrer auBeren Gehauseform an unter- 
schiedliche Anwendungsfalle arigepaBt werden. 

Die gehausebildende Masse 37 bildet somit - mit Aus- 
nahme der Lichteintnttsflache 36 und der Lichtaustrittsfla- 
che 35 - die auBerer Oberflache der erfindungsgemaBen 
Sensoranordnung und stellt gleichzeitig eine Fixiwung der 
Hohispiegel 33, 34 an der Platine 30 sicher. Zudem umgibt 
die gehausebildende Masse 37 auch auf der Platine 30 ange- 
ordnete, aus Griinden der Ubersichtlichkeit riicht darge- 
stellte elektrische Komponenten. . • 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



13 AnschluBkabel . • * 

14 balbzylindrischer Bereich 

15 balbzylindrischer Bereich 

16 Bereich 

17 verspiegelier Bereich 

18 Unterseite 

19 Aussparung 

20 Linse 

21 Platine 

22 Sender 

23 Empfanger. 

24 Sendetubus 

25 Empf angstubus 

26 Kunststoffmasse 

27 Gehauseoberflache 

28 Linsenaufsatz 

29 Linsenaufsatz 

30 Platine 

31 Sender • 

32 Empfanger 

33 Hohispiegel 

34 Hohispiegel ^ . 

35 Lichtaustrittsflache 

36 Lichteintrittsflache 

37 gehausebildende Masse i * 

38 Durchbrechung 

Patentanspriiche 

1. Opto-eiektronische Sensoranordnung mit einem' 
Lichtsender (2) und einem Lichteinpfanger (3), da- 
durch gekennzeichnet, daB der Sender (2) gemeinsam 
mit einer ihin zugeordneten iSendeoptik (4, 9) lind der 
Enipfanger (3) gemeinsam mit einer ihm zugeordneten 
Empfangsoptik (5, 10) auf einandef gegenuberliegen- 
deh Seiten eines optisch undurchlassigen, Sender (2) 
und En^jfahger (3) und/oder Sende- und Empfangsop- 
tik (4," 9; 5, 10) optisch voneinander trermenden Fla- 
chenelements (1), insbesondere einer Platine angeord- 
net sind, wobei Sehde- und Empfangsoptik (4, 9; 5, 10) 
jeweils einen mit dem Rachenelement (1) yerbunde- 
nen, auf seiner AuBenseite zvmaindest bereichsweise 
verspiegelten optischen Formkorper (4, 9; 5, 10) um- 
fassen. 

2. Opto-eiektronische Sensoranordnung nach An- 
spruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die. verspiegelie 
Rache der Sende- und/oder Empfangsoptik (4, 9;. 5, 
10) zur Urnlenkung eines Lichtstrahlbiihdels um unge- 
f^ 90'**C ausgebildet ist * 

3. Opto-eiektronische Sensoranordnimg nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekehnzeich- 
net, daB die verspiegelte Flache der Sende- und/oder' 
Empfangsoptik (4, 9; 5, 10) einen Hohlspieger(4, 5, 
17) bildet. 

4. Opto-eiektronische Sensoranordnung nach An- 
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Hohispiegel 
(4; 5, 17) als 0£f-A7ds-Spiegel, insbesondere als Off- 
Axis-Paraboloid ausgebildet ist. 

5. Opto-eiektronische .'Sensoranordnimg nach einem 
der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
die verspiegelte Rache der Sende- und/oder Empfangs- 
optik (4, 9; 5, 10) einen Planspiegel bildet 

6. Opto-eiektronische Sensoranordnung nach einem 
, der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net, daB die verspiegelte Flache (4, 5, 17) der Sende- 

' und/oder Empfangsoptik (4, 9; 5, 10) durch eine auf 
den optischen Formkorper (4, 9; 5, 10) aufgebrachte 
spiegelnde, insbesondere inetallische Schicht gebildet 
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ist. • 

.7. Opto-dektronische Sensoranordnung nach .einem 
der vorhergehcDden Anspriiche, dadurcb gekennzeicb- 
net, dafi Sende- und Empfangsstrahl parallel zum Fla- 
chenelement (1) gerichtel sind. 5 

8. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 
der yprhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net,. daB der optische Formkorper (4, 9; 5, 10) eine mit . 
dem Flachenelement (1) verbundene Planfl^he auf- 
weist 10 

9. Opto-eldctronische Sensoranordnung nach An- 
spru'ch 8, dadurch gekennzeichnet, daB. der optische 
Fonnkoiper (4, 9; 5, 10) und das Hachenelement (1) im 
Bereich der Planflache miteinander verklebt sind. 

10. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 15 
der yorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net, daB der optische Formkorper (9, 10) auf seiner dem 
•Hachenelement (1) zugewandten Seite eine Ausneh- 
mung (19) zur Aufhahme des Senders (2) bzw. des 

.Empfangers(3)aufweist. r • 20* 
11. . Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- . 
net, daB zwiscjaen dem optischen Formkorper (9, 10) 
und. dem Sender (2) bzw, Empfanger (3) ein Luftspalt 
ausgebildet ist. 25 

12. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 
der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB 

der optische Fonnkorper (9, 10) mit dem Sender (2) / 
bzw. mit dein. Ernpfanger (3) optisch verkittet ist 

13. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 30 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net, daB der optische Formkorper mit in das Rachen- 
eleinent eingebrachten Positionierbohhingen in Ein- 
■griff bringbaren Positionierungsfortsatzen versehen ist, 
wobei insbesondere die Positipnierungsfortsatze mit 35 
Klemmsitz in den Positionierbohrungen fixierbar sind 
und zwischaa optischem Formkorper und Flachenele- 
ment ein Dichtungsmaterial eingpbracht ist. 

14. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 
der vorherjgehenden Anspriiche, dadurch gekerinzeich- 40 
net, daB der optische Formkorper eine Li.nse. (20) urn- 
faBt, deren optische Achse zumindest im wesentlichen 
senkrecht zum Hachenelement verlauft , . . ^ 

15. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- » 45 
net, daB der optische .Formkorper eine Linse (14) um- . 
faBt, dereii optische Achse zuniindest im wesentlichen 
parallel zum Flachenelement verlaufl. 

16. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 50 
net, daB Flachenelement (1) sowi'e Sende- und Emp- 
fangsoptik (4, 9- 5, 10) mit einer gehausebildenden 
Masse (8) mnhuUt sind. 

17. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 55 
net, daB der optische Formkorper (4, 9; 5, 10) aus ei- 
nern hochtemperaturbestandigem Werkstoff besteht. 

18. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net, daB die gehausebildende Masse (8) aus duroplasti- 60 
schem Werkstoff besteht, der insbesondere bei- einer 
Temperatur unterhalb des Schmelzpunkles des fur den 
optischen Formkorper (4, 9; 5, 10) verwendeten Werk- 
stoffs verarbeitbar ist. 

19. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 65 
. der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net, daB die gehausebildende Masse (8) eine zumindest 
irii wesentlichen zylindrische Form aufweist. 



20. Opto-elektronische Sensoranordnung nach An- 
spruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB die optischen 
Fonnkorper (4, 9; 5, 10) je^Yeils eine im wesentlichen 
halbkreisfdrmige, sich senkrecht zum Hachenelement 
(1) erstreckende AbschluBflache (6. 7) aufweisen, die 
gemeinsam eine im wesentiichen kreisrunde Stimseite 
der Sensoranordnung bilden, durch die Licht in die 
Sensoranordnung ein- und austritt. 

21. Opto-elektronische . Sensoranordnung mit einem 
Lichtsender (22) und einem Lichtempfanger (23), da- 
durch gekennzeichnet, daB der Sender (22) gemeinsam 

■ mit einer ihm zugcordneten Sendeoptik (28) und/oder 
einem ihm zugeordneten Sendetubus (24) und der 
Empfariger (23) gemeinsam mit einer ihm zugeordne- 
ten Empfangsoptik (29) und/oder einem ihm zugeord- 
neten Empfangstubus (25) voneinander beabstandet 
auf der gleichen Seite eines Hachenelements (1), ins- 
besondere einer Platine angeordnet sind, wobei Sende- " 
und Empfangsoptik (28, 29) bzw. Sendetubus (24) und 
Empfangstubus (25) durch optische Fonnkorper gebil- 
det sind, die durch optisch dichte Kunslstoffmasse (26) ■ 
optisch voneinander getrennt sind. 

, 22. Opto-elektronische Sensoranordnung nach An- 
spruch 21, dadurch gekennzeichnet, daB Sende- urid 

• Empfangstubus (24, 25) und/oder Sende- und Emp- 
fangsoptik (28, 29) als optische Formkorper gemaB 
Anspruch 17 ausgebildet sind. 

23. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 
der Anspriiche 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, . 
daB die gehausebildende Kuhststoffmasse (26) gemaB 

■ Anspruch 18 ausgebildet ist. . 

24. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 
der Anspriiche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Hachenelement (1), der Sender (22), der Empfani- 
ger (23), der Sendetubus (24) und der Empfangstubus 
(25) mit optischf dichter, gehausebildender Kunststoff- * 
masse (26) umhiiUt sind. 

25. Opto-elektronische Sensoranordnung' nach An- 
spruch 24, dadurch gekermzeichnet, ddB auf Sende- 
und/oder Empfangstubus (24, 25) eine Sende- bzw; 
Empfangsoptik (28, 29) aufgesetzt ist. 

26. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 
der Anspriiche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daB 
Sendetubus (24) imd Sendeoptik (28) zu einem einheit- 
licheh optischen Formkorper zusammengefaBt sind. 

27. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 
der Anspriiche 21 bis 23 oder 26, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Empfangstubus (25) und Empfangsoptik 
(29) zu einem einheitlichen optischen Formkorper zu- 
sarrunengefaBt sind. 

28. Opto-elektronische Sensoranordnung mit einem 
Lichtsender (31) und einem Lichtempfanger (32), da- 
durch gekennzeichnet, daB der Sender (31), eine ihm 
zugeordnete Sendeoptik (33), der Empfanger (32) so- 
wie eine ihm zugeordnete Empfangsoptik (34) auf ei- 
nem im wesentlichen optisch undurchlassigen Hachen- 
element (30), insbesondere einer Platine angeordnet 
sind, wobei Sende- und Empfangsoptik (33, 34) jeweils 
einen mit dem Hachenelement (30) verbundenen, auf 
seiner Aufienseite zumindest bereichsweise verspiegel- 
ten optischen Formkorper (33, 34) umfassen, und wo- 
bei Sender (31) und Sendeoptik (33) auf einander ge- 
geniiberliegenden Seiten des zwischen Sender (31) und 
Sendeoptik (33) optisch durchlassigen Hachenele- 
ments (30) angeordnet sind, und/oder wobei Empfan- 
ger (32) und Empfangsoptik (34) auf einander gegen- 
iiberliegenden Seiten des zwischen Empfanger (32) 
und Empfangsoptik (34) optisch durchlassigen Ha- 
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.chenelemeiits (30) angeordnel sind. • 

29. Opto-dektronische Sensoranordnung nach An- 
spmch 28, gekennzeicbnet dutch die Merkmale eines 
Oder mehrerer der Anspriiche 2 bis 9 imd 11 bis 19. 

30. Opto-elektronische Sensoranordnung nach einem 
der Anspriiche 28 oder 29, dadurch gekennzeicbnet, 
daB Sender (31) und/oder Empfanger (32) mittels Flip- 
Chip-Technik mit elektrischen Leiterbahnen des Ra- 
chenelements (30) verbunden sind. 
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